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OMNIMATE Housing - série CH20M6
LHZ-SMT L 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Informations générales de commande

 
Type LHZ-SMT L 1.5SN BK RL
Référence 2418580000
Version Bloc de jonction pour circuit imprimé, Elément

de raccordement à gauche, Bloc mode de
construction, Fermé latéralement, Raccordement
soudé THT/THR, Nombre de pôles: 1, Longueur du
picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Tape

GTIN (EAN) 4032248984350
Cdt. 432 pièce(s)
Indices de produit IEC: 500 V / 0.2 - 2.5 mm²

UL:
Emballage Tape
 

 

 

Le monde de l'électronique dans un tranche.

Le savoir-faire des développeurs d'électronique permet de
réaliser des applications compactes sur une largeur de
seulement 6,1 mm.

Le concept de boîtiers modulaires intègre une série de
caractéristiques intelligentes :

• Liberté de conception maximale grâce à une
importante surface libre (6800 mm²) sur le circuit
imprimé permettant l'implantation d'un nombre
maximal de composants grâce à la place libérée par les
géométries des bornes de circuits imprimés compatibles
refusion THR
• Possibilité de designs particuliers grâce à
l'étiquetage et aux options de couleurs du boîtier, et au
couvercle pivotant qui peut être simplement traité de
façon spécifique et imprimé de diverses manières
• Efficacité maximale en fabrication grâce à la
compatibilité refusion et au conditionnement en bande
des éléments de raccordement pour les process de
soudage par refusion
• Implantation et process de soudure sans erreur
grâce à la forme des circuits imprimés et à la conception
des éléments de raccordement
• Installation rapide grâce au "Wire ready"ou aux têtes
de vis Multi-Tool

Le savoir-faire des électroniciens et la compétence de
Weidmüller - un tandem innovant et performant pour
développer des applications électroniques.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=2418580000
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Dimensions et poids
 
Longueur 23,5 mm   Longueur (pouces) 0,925 inch
Largeur 6 mm   Largeur (pouces) 0,236 inch
Hauteur 16,9 mm   Hauteur (pouces) 0,665 inch
Poids net 3,32 g    
 

Données des matériaux
 
Matériau isolant LCP   Couleur noir
Tableau des couleurs (similaire) RAL 9011   Groupe de matériaux isolants IIIa
CTI ≥ 175   Tenue d’isolation ≥ 108 Ω
Moisture Level (MSL) 1   Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Surface du contact étamé   Température de stockage, min. -25 °C
Température de stockage, max.

55 °C
  humidité relative pendant le stockage,

max. 80 %
Température de fonctionnement , min. -40 °C   Température de fonctionnement , max. 120 °C
Plage de température montage, min. -25 °C   Plage de température montage, max. 120 °C
 

Données nominales selon CEI
 
testé selon la norme

IEC 60664-1, IEC 61984
  Courant nominal, nombre de pôles max.

(Tu = 20 °C) 13 A
Courant nominal, nombre de pôles max.
(Tu = 40 °C) 13 A

  Tension de choc nominale pour classe
de surtension/Degré de pollution II/2 500 V

Tension de choc nominale pour classe
de surtension/Degré de pollution III/2 320 V

  Tension de choc nominale pour classe
de surtension/Degré de pollution III/3 250 V

Tension de choc nominale pour classe
de surtension/Degré de pollution II/2 4 kV

  Tension de choc nominale pour classe
de surtension/Degré de pollution III/2 4 kV

Tension de choc nominale pour classe
de surtension/Degré de pollution III/3 4 kV

   
 

Caractéristiques du système
 
Version Elément de raccordement

à gauche
  Type de raccordement

Raccordement vissé
Nombre de raccordements 1   Epaisseur du circuit imprimé 0,8 mm
Longueur du picot à souder (l) 1,5 mm   Type des contacts LP Reflux
Contact sur le rail profilé Non   Degré de protection IP20
 

Classifications
 
ETIM 3.0 EC001284   ETIM 4.0 EC002643
ETIM 5.0 EC002643   ETIM 6.0 EC002643
eClass 6.2 27-26-11-01   eClass 7.1 27-44-04-01
eClass 8.1 27-44-04-01   eClass 9.0 27-44-04-01
eClass 9.1 27-44-04-01    
 

Remarques
 
Remarque
Conformité IPC Conformité  : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues  ; et ils

sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives
selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
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Agréments
 
Agréments

 
ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Brochure/Catalogue FL ANALO.SIGN.CONV. EN

MB DEVICE MANUF. EN
CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
FL MACHINE SAFETY EN
FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

Données techniques EPLAN, WSCAD
Données techniques STEP
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38237
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38257
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//39473
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38228
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38294
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//38132
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//85935


Fiche de données
 

OMNIMATE Housing - série CH20M6
LHZ-SMT L 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.comDessins

 

 

Date de création 28 mai 2019 19:14:30 CEST

  Niveau du catalogue 23.05.2019 / Toutes modifications techniques réservées 4



 

 

 

 

 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

300

250

217
200

150

100

50

0
0 50 100 150 200 250 300 350

Time [sec]

Te
m

pe
ra

tu
re

 [°
C

]

preheating

Melting point lead-free solder paste

Heating rate: < 3 °K/s

Cooling rate: < 6 °K/s

180 °C

190 °C

235 °C
245 °C

254 °C

approx. 
60 s > 217 °C

Continuous line: Typical process
Dotted line:  Process limits

Recommended reflow soldering profile

Reflow Solder Profile

We reserve the right to make technical changes.

Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. 
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of 
solder paste and to maximum load of components. 

We have to consider the following parameters:
• Time for pre heating
• Maximum temperature
• Time above melting point
• Time for cooling
• Maximum heating rate
• Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are 
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  ≤ +3K/s. In parallel the solder paste is ‚activated’. The 
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum 
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at ≥ -6K/s solder is 
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.
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Cooling rate < 6 °K/s
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Contact time appr. 3 sec.

Typical process        
Prozess limits
Temperature on board   Heating rate < 3 °K/s

255 °C

  appr. 150 °C

Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included 
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are 
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum 
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above 
maximum profile.

Wave Solder Profile
Recommended wave solderding profiles

We reserve the right to make technical changes.

Single Wave:

Double Wave:
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included 
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are 
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum 
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above 
maximum profile.

Wave Solder Profile
Recommended wave solderding profiles

We reserve the right to make technical changes.

Single Wave:

Double Wave:
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Recommended reflow soldering profile

Reflow Solder Profile

We reserve the right to make technical changes.

Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. 
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of 
solder paste and to maximum load of components. 

We have to consider the following parameters:
• Time for pre heating
• Maximum temperature
• Time above melting point
• Time for cooling
• Maximum heating rate
• Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are 
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  ≤ +3K/s. In parallel the solder paste is ‚activated’. The 
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum 
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at ≥ -6K/s solder is 
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.
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